
 
 

 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการดาํเนินการวิจยัเร่ือง การลดลกัษณะบกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจร

ไฟฟ้า โดยใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ยหลกัการทางสถิติ ไดผ้ลการดาํเนินการวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  พร้อมเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เป็น

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและการเปรียบเทยีบผลการดําเนินการ 

จากบทท่ี 3 ในหัวขอ้ 3.5 การประเมินและวิเคราะห์หาสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส  LL0325232XXX 

โดยประยกุตใ์ชว้ิธี C&E Matrix และ FMEA เพื่อหาสาเหตุใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ 

และสาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งมีทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน  จาก 4 สถานีการผลิต  

ทั้งน้ีดว้ยเทคนิค FMEA ท่ีผูว้ิจยัและทีมงานเลือกมาวิเคราะห์นาํมาซ่ึงแนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบ โดยเลือกใชแ้นวความคิด Poka-Yoke และ Visual Control เพื่อเตือนผู ้

ควบคุมการผลิตระหวา่งขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นปัญหา ถือเป็นการป้องกนัมิใหปั้ญหาเกิดข้ึนซ่ึงนาํมา

ซ่ึงลกัษณะบกพร่อง และช่วยทาํใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมายของการดาํเนินแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข คือ กาํหนดจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์เกิด

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX ใหล้ดลงจาก

เดิมท่ีเฉล่ีย 4,048 DPPM  เป็น 2,024 DPPM  หรือลดลงจากเดิม 50%  ภายในระยะเวลา 5 เดือน 

4.1.1 ปัญหาการลาํเลียง PCBA เขา้สู่กล่องและลาํเลียงออกจากกล่อง ณ สถานีการสแกน SFDC 

สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร (AOI) 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ีแยกเป็น 2 แนวทาง คือ หน่ึง การแกไ้ขคู่มือ

การผลิตในขั้นตอนน้ี  ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการลาํเลียง PCBA เขา้และออกจากกล่อง จากเดิมท่ีใช้

ช่องวา่งในการจดัวาง PCBA เพียง 2 ช่องวา่งต่อ PCBA 1 ช้ิน  เปล่ียนเป็นเวน้ช่องวา่งใหม้ากข้ึนเป็น 
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3 ช่องว่างต่อ PCBA 1 ช้ิน  เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์  ดงั

ภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการจดัวาง PCBA  ณ สถานีสแกน SFDC สถานีตรวจสอบ POI และ 

สถานีตรวจสอบ AOI  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

สอง คือ การปรับปรุงกล่องใส่ PCBA โดยระบุแถบสีเพื่อควบคุมการสังเกตในขั้นตอน

ท่ีลาํเลียง PCBA เขา้ออกจากกล่อง  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูค้วบคุมงานสามารถสังเกตช่องว่างในการจดัวาง

ไดง่้ายข้ึน  และป้องกนัไม่ให ้PCBA กระแทกกบักล่องจนเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขกล่องใส่ PCBA  ณ สถานีสแกน SFDC สถานีตรวจสอบ POI และ 

สถานีตรวจสอบ AOI  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 
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4.1.2 ปัญหาการใชคี้มสมัผสักบัช้ินส่วนอุปกรณ์ ณ สถานีตดัฉลุ 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ี สามารถเลือกปฏิบติัเป็น 2 แนวทาง คือ ใช้

แท่นรอง  ซ่ึงเป็นเหมือนแผ่นบอร์ดตน้แบบท่ีมีช่องว่างกาํหนดระยะขอบสาํหรับรองตดัฉลุ  แทน

การท่ีผูค้วบคุมงานใชอุ้ปกรณ์คีมตดัช้ินส่วนโดยตรง  ปราศจากตวักาํหนดและนาํมาซ่ึงโอกาสเส่ียง

ในการเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 4.3  หรืออีกแนวทางแกไ้ข คือ การใชอุ้ปกรณ์

เคร่ืองตดัฉลุมาตดัฉลุทดแทนการใชแ้รงงาน  ซ่ึงแนวทางในกรณีน้ีเป็นแผนงานของวิศวกรท่ีไดรั้บ

ความร่วมมือจากลูกคา้ในการร่วมวิจยั  ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตดัฉลุ ณ สถานีตดัฉลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการตดัฉลุ ณ สถานีตดัฉลุ 

 

หมายเหตุ  ในเดือนกนัยายน การนาํเคร่ืองตดัฉลุขา้งตน้มาใช ้ส่งผลดีข้ึนต่อการลดลกัษณะบกพร่อง 

ซ่ึงสามารถดูผลการเปล่ียนแปลงไดใ้นภาพท่ี 4.7  
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4.1.3 ปัญหาการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ี คือ การปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานในคู่มือการ

ผลิตขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สายพานการผลิต  โดยใชถ้าดในการลาํเลียงเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ด

ทดแทนการใช้มือเคล่ือนยา้ยแผ่นบอร์ด  ทั้งน้ีจะเห็นว่าแนวทางการแก้ไขน้ีช่วยให้แผ่นบอร์ด

สามารถลาํเลียงไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากถาดรองเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยกนักระแทกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบ

การทาํงานเบ้ืองตน้  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

4.1.4 ปัญหาการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ี 4.1.3 คือ การ

ปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานในคู่มือการผลิตขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สายพานการผลิต  โดยใช้

ถาดในการลาํเลียงเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ดทดแทนการใชมื้อเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ด  และทาํมาตรฐาน

การวางและตั้งแผ่นบอร์ดก่อนทาํการทดสอบและหลงัการทดสอบข้ึนมา  จะเห็นว่าแนวทางการ

แกไ้ขน้ีช่วยให้แผ่นบอร์ดสามารถลาํเลียงไดอ้ย่างปลอดภยั  และลดอตัราเส่ียงในการลม้ของแผ่น

บอร์ดขณะรอการทดสอบหรือรอส่งไปยงัสถานีถดัไป 
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ภาพที่ 4.6 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบ

การทาํงานจริง  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

4.2 สรุปผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

จากการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข สาเหตุท่ีทาํให้เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX  ตามแนวทางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2555  และนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมในช่วงเดือน มกราคม 

ถึง มิถุนายน 2555  จะพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทาํใหเ้ห็นวา่ปริมาณการเกิดลกัษณะบกพร่อง

บนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX นั้นลดลงตามลาํดบั  เม่ือเทียบ

กบัก่อนการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7  โดยขอ้มูลปรากฏว่า

สามารถลดลงตามเป้าหมายไดใ้นเดือนท่ีส่ี (เดือนตุลาคม 2555) ปริมาณผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะ

บกพร่องเกิดข้ึนนั้นเหลือเพียง 1,724 DPPM  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 57.41  เม่ือเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ีย

ก่อนมีการดาํเนินการปรับปรุงในเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2555 และเม่ือติดตามดูผลในเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม  จาํนวนของลกัษณะบกพร่องจะอยูท่ี่ 1,815 DPPM และ 1,543 DPPM  ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 55.16  และร้อยละ 61.88 ตามลาํดบั  คิดเป็น 2,339.3 DPPM เฉล่ียต่อเดือนในช่วง

เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2555 
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ภาพที ่4.7 จาํนวนลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั  LL0325232XXX 

ก่อน (มกราคม ถึง มิถุนายน) และหลงั (กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม) ดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ข 

 

Target 2024 DPPM 

ก่อนปรับปรุง เร่ิมศึกษาและดาํเนินการปรับปรุง 


